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Edificios y Ciudades Inteligentes

¢CUALES SON LAS CLAVES QUE CONVIERTEN UNA CIUDAD
EN UNA CIUDAD INTELIGENTE?
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¢Sigue Creciendo?

Crecimiento en datos y La inteligencia artificial,
dispositivos con més interaccién  componente clave del loT
humano-dispositivo (otra vez)

VUI: Las interfaces de usuario Mas inversiones en loT
por voz (Voice User Interface)
seran una realidad

Por fin, la expansién real El auge del loT industrial
del loT Pequefio y tecnologfas de gemelos
digitales

El progreso del Edge Incremento de la seguridad
Computing mediante blockchain

Para el 2025 habré 100,000 Millones de
Méas consideraciones sociales, La estandarizacién, un dispositivos conectados
legales y éticas problema persistente 12 equipos por persona
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Machine Learning, IA, Deep Learning:

ARTIFICIAL

INTELLIGENCE

Artificial Intelligence MACHINE

captures the LEARNING

imagination of the Machine learning DEEP

i TR e ARTIFICIAL INTELLIGENCE VS
MACHINE LEARNING VS DEEP LEARNING
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

© Ariificial Intelligence

Development of smart systems and machines that can carry
out tasks that typically require human intelligence
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© Deep Learning

Uses an artificial neural
network to reach accurate
conclusions without human

intervention
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Data Centers de Hiperescala

Distribution of GenAl Workloads
Across Data Center Types (2024)
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Centros de Datos a Nivel del Gabinete

Flujo de aire Seguridad
Enfriamiento y Eficiencia Control de Acceso
Energética Fisico

Organizar
Rutas de Cableado

Potencia

Entrega, Monitoreo
Estructura | y Control
Soporte Sélido y |

Administracion de

Cables

Monitoreo

Condiciones
Ambientales
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Impulsores

Las consultas generadas por IA requieren 10
veces mds potencia en comparacién con una

bUsqueda normal de Google
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Auto- Google ChatGPT BLOOM Al-powered Al-powered
motive Search

Google search  Google search
(New State  (SemiAnalysis)
Research)

2024 Electric Power Research Institute
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ALPS — Escalable para alcanzar el maximo rendimiento

AIRE LIQUIDO POTENCIA

AIR ¢ LIQUID +« POWER

S0 LUTIONS

El ascenso a una mayor Basecamp- Aprendiendo | Refrigeracion liquida para PDUs de Alta Potencia
potencia los fundamentos de la GFA la tendenciade IA

« Sistema de gabinete * Unaexcelente GFA debe ser | « Sistema de refrigeraciobnde |« Formatos adaptablesy
integrado el estédndar desde el primer dos fases directo al chip compactos

-+ Requiere GESTION DEL FLUJO dia hasta el ultimo. « Sistema de refrigeracion sin | =  Multiples configuraciones
DE AIRE + Logre el menor TCO agua (TCS) - Diferenciadores clave

« Una solucién de explorando opciones de « Condensacidn por aire o
REFRIGERACION LIQUIDA Feee Cooling. agua
preparada para el futuro * Maximice la eficienciaq, la

« PDU de mayor potencia redundancia y la facilidad

« Planificacion del espacio de instalaciony

mantenimiento. B. *
[ ] iCcsi
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Maximizando la Eficiencia Optimizando la Administracion
Térmica

Equipment Environmental Specifications

% Product Operations (b)(c) Product Power Off (c) (d)
 Passive Cooling (Administracion Térmica): e A R
to 18to 27 60% RH and
P . Ad 15eC DP
« Soporta cargas térmicas extremas — Alowbl
Al 15to0 32 RH 17 3050 5/20 5to 45 81080 27
¢ ]kW amas de 35kW por gqblnete A2 10to 35 20%;:80% 21 3050 5/20 5to4s 8to 80 27
. . . . to 4 -12'CDP & 8% 4 to 4! to
 Prevenir la mezcla de aire frio y caliente il A Y i N I B
Ad S5to 45 -RH t090% RH 24 3050 5/20 5to 45 8to 90 27
« Evitar la recirculacion por encima de los 8| s | w | w0 | w | sws |sew |
C S5to 40 8% Rl:{:lu 80% 28 3050 NA 5tod5 81080 29
gabinetes y en los extremos de las filas
« Entrega de aire fresco de manera uniforme al
frente de los equipos permite el ajuste a los AA FEe s & & &

para optimizar el sistema sin comprometer la disponibilidad

Provee ahorros en la operacién, maximizando la utilizacion de los Sistemas de enfriamiento:
« Separacion estricta de la masa de aire frio y caliente
IRl - Incrementa la temperatura de inyeccién (de frio a fresco)y retorno para hacer mas
del Aire eficiente los AA
+ Compatible con soluciones de enfriamiento con Freecooling directo e indirecto

3

@
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o 5 10 15 20 25 30 35 40 a5
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Maximizando la Eficiencia Optimizando la Administracion
Térmica

Un Sistema Completo de Contencion Permite:

« Mantener un control estricto de la temperatura de suministro
« Reducir el volumen de aire a suministrar

« Incrementar la temperatura de inyeccion

« Incrementar las temperaturas de operacién del Sistema de
enfriamiento

Estos ajustes traen como resultado:

« Elincremento en la eficiencia de los AA

« Incrementa la eficiencia del chiller o intercambiadores
« Incrementa las horas de cperacion en freecooling

* Reduce el PUE

[ ] [ N
BICcs/
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Maximizando la Eficiencia Optimizando la
Administracion Termica

« Incrementa la diferencia entre
la temperatura de inyeccién y
retorno (AT’s)

« Seincrementa la capacidad de
los sistemas de enfriamiento

« Ecualiza la temperatura del
cuarto, mejorando presiones y

homogeneidad en los flujos NORMAL MEJOR DESEADO

« El comportamiento de la
temperatura a la entrada de los
gabinetes es constante a
cualquier altura

Mezcla de Aire Dentroy Administracion del Aire Administracion del Aire
Fuera del Gabinete Dentro del Gabinete Dentroy Fuera del
Gabinete

Bics/i
STULZ CHATSWORTH PRODUCTS




Las Claves

Pasillo Frio/Caliente Pasillo Frio/Caliente con Contencidon
s j Flujo de Aire [ Caudal / Volumen de Aire por Unidad de Tiempo
I 0
}_ wr [A) (3 paj U
0o Ovu T
%0°F {32.2°C) 78°F (256°C) y Y
—
85'F {20.4°C) . . .
—> Pies Cubicos por Minuto
78°F {256°C) —_ —
T1°F 125.0°C)
73°F (228°C) ~
H- e ex 114 G U
T0°F (21.1°C) (9]0 O —~—
65°F (183°C) 76°F (24.4°C) y Y
Metros Cubicos por Hora
[ o’
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Diseno con CFD

Un disefio holistico debe incluir la modelacién CFD (Computer Fluid Dynamics)

.A.‘
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Maximiza el Uso del Piso Blanco:

+ Incrementar la densidad por Gabinete
« Soporta, organiza y protege los equipos y
soluciones de alta densidad de cableado

- Mejora: -- -
 Flujo de aire
« Administracién del cableado _ RPM,
ini e : RPM
« Administracion de Potencia

Monitoreo
Puesta a Tierra
Sistemas Antisismicos

Utilizacion

del Espacio

STULZ CHATSWORTH PRODUCTS
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Passive Cooling

VED- Chimenea

CAC

L
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Aplicaciones de Contenciones Ajustables °




¢Pasillo Frio o Caliente?
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Importancia de un sistema de gabinete integrado

« Adopte un enfoque centrado en el gabinete para la

gestion del piso blanco.

FLEXIBILITY & SCALABILITY

+ Implemente una arquitectura a prueba de futuro

para la evolucién de la tecnologia de TIC de alta
A -
densidad. it il —— LOAD CAPACITY

+ Solucion integral y escalable disefiada para

abordar de forma fluida y eficiente los cambios en

ENVIRONMENTAL POWER

P . ‘ MONITORING MANAGEMENT
cargas térmicas y el cableado.

los equipos de TI, las densidades de potenciag, las SECURITY & INTELLIGENT

vyl

R R A

« Arquitectura disefada para una implementacion
THERMAL MANAGEMENT

Air Containment & Liquid Cooling

rdpida que reduce los costos y la mano de obra.
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Impulsores del Liquid Cooling: ;Queé es diferente esta vez?

CPU Trends

TDP (W)
400
350
300
250
200
150
100
50

0
2013 2016 2019 2022 2023
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¢Por que refrigeracion liquida?

e
J?

Mayor demanda de
potencia de calculo

U Servicios basados en IA
(inteligencia artificial)

U Andlisis avanzados

U Mayor digitalizacion

J

La potencia de calculo de
los procesadores,
aumenta

Aumento de la carga térmica
por Rack

Mas potencia de célculo, al
mismo espacio

Menores costes de inversion
en terrenos y edificios

Mayores niveles de
temperatura

Mayor consumo de energia
por Rack

Mayor generacion de calor
por m?2

Posibilidad de reutilizar mas
facilmente el calor gracias a
niveles de temperatura mas
elevados

V=

Resultados:

U Larefrigeracion liguida

permite temperaturas de
funcionamiento mas
elevadas

M8s tiempo par a
Cool i ngo

En algunos casos no se
necesita refrigeracion
mecanica (enfriadores)

Bics/
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No todo es refrigeracion liquida: Disipacion de calor de los
subcomponentes del servidor




Impulsores a Liquid Cooling

Refrigerant R1
Refrigerant R4
6U air cooled

1U air cooled

Refrigeration Cooli ‘nq

1500W+

pl ' temperature

Source:. NVIDIA

2022 - H100s & ChatGPT
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Tipos de Liquid Cooling

(7))
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Dos Fases
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Tecnologias disponibles
Refrigeracion liquida directa por chip (DCLC)

Distribucion
RACK de liquidos

Dry-Cooler
Chiller
Cooling Tower

Segundo
circuito

TCS: "Sistema tecnoldgico
de refrigeracién’

\ Y Primer
FWS: "Sistema de circuito
agua para

instalaciones”

CHATSWORTH PRODUCTS BICSI




Directo al Chip 1-Fase vs 2-Fases

VYV
Two-Phase heat direction

TIM

El agua monofasica requiere una temperatura de entrada al menos 5 °C mas baja para compensar el aumento desigual de la temperatura en el area de la CPU => mas energia

CHATSWORTH PRODUCTS BiCSi
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UPS Floor PDU Rack PDU

POWER

COOLING

Chiller CDU HRU & ColdPlates
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Refrigeracion liquida directa al chip sin agua para el mercado
general
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Regulacion automatica del suministro de refrigerante

Boiling Temperature
llllllllll‘lllll llllllllllllllll
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Tecnologias disponibles
Refrigeracion por inmersion ((__SINGLEPHASE )

Warm Coolant Output  Cold Water Input

CMU gEM |I|||||||||||| :’“‘”I”HI'NM
,Coolant management Unit” Dry-Cooler 'l
Tangue de :
. ., Ch'ller Cold Coolant Input ~ Warm Water Output
Inmersion :
Cooling Tower
> : >
Servidores °
SN ( TWOPHASE )
<
\ J \ J
Y Y
TCS: "Sistema tecnoldgico  FWS: "Sistema de agua para
de refrigeracién’ instalaciones”
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Consideraciones de espacio

Recordatorio para considerar el espacio adicional:

Nivel del gabinete: Maniful, PDU, administradores de cables, flujo de
aire

Nivel de la fila: tuberias/mangueras de agua, energia, canalizacion de
cables

o _ m

§7.5mmD PDU
chassis

LA
® o006

Vi At
7
7

/5

v 2z

T A

A

G
.

,/4
YA

A
70| —— 7y —
Coar ¥ [ A
| —

|
L1
| 4
1

W W W W W
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Refrigeracion liguida / Alta densidad

IMMERSION
COOLING
TANKS
MICRO DC
WITH
DIRECT CHIP LC
CHILLER DRY COOLER
AIR-COOLING W —— —
CYBERRACK .
||
INTEGRATED %
LIQUID COOLING &
: SYSTEM CYBERCOOL
INDOOR
P AIR-COOLING || ¥
UPS cbu CYBERAIR MINI UPS
U L II i =

FIRE
SUPPRESSION

SUPPRESSION

_

DISTRICT HEATING

DIRECT CHIP
COOLING
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Rack PDU’s para IA
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Servidores basados en GPUs

Nvidia DGX H100 Dell XEQ680 SuperMicro SYS-82IGE-TNHR
« 8U ouU - 8U

« (4+2) 3.3kW power supplies (5+1) 2.8kW power supplies (4+2) 3kW power supplies
« B56kW per cabinet 92kW per cabinet 56kW per cabinet

El CHATSWORTH PRODUCTS 37 Bicsi




Distribucion, Potencia vy Eficiencia

Three -Phase 120/208Y Phase 1 {Red) Phase B

o |
'} F T T T {wild leg)
ool 2400 240
VO
osvH [120v}— 415volts 415volts i J’ Fhase A
Neutral ase
f #
4 2L0volts 240V
' + 3 v Phase 2 (Blue)
— ? 240volts
- 415volts l
¥ 4 Fhase C

Phase 3 (Yellow)

HNER© | t Phase B LINERO
T T T T (wild leg)
3 v v 240V 240V 208V
LINE § ot l . - 380
ase
:ml v T l
| , 2411 v 120V LINE S O LLLLL
e l r Neutral
20V 220V 220 V r s v
l l 120 V l
NEUTRAL o L
J Phase C LINE T O
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Ampliando las capacidades: PDUs de Alta Potencia para IA

Configurations for GPU [ Al based applications that include:
- 208V/100A Basic

- 415V/60A

- 415V/100A

Providing 28.8kW - 57.5kW of power

Entrada | | Capacidad _

208V 3PH 100A 28.8kW
415V 3PH 60A 34.5kW
415V 3PH 100A 57.5kW
415V 3PH 100A 57.5kW
208V 3PH 100A 28.8kW
415V 3PH 60A 34.5kW
415V 3PH 100A 51.8kW

[ ] [ N
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Impacto en el Diseno

500 kW
344 m2
100 Server Racks

1 W1 TileFlow - [Traditional 500 kW)

Ede [dt Select Yiew Dupley Jooks FloorDesign Portitions/Contsmments Preferences Dotobese Simulstion (UF) Simulstion (AF) Utiities Semsor Window Help
O ' BRNAPE » Gud SO fo9 =T F0 cEE?
AAa@oRL e @B DS Ho HF V0000 FRE| ¥ELT Iy U

500 kW
120 m2
22 Server Racks

- o x 121 R TieFlow - [VED 500K°]
_ax e Edt Seect Yiew Display Iooks FloorDesign Pations/Contsmments Preferences Ostabase Smulstion (UF) Simulsion (AF) Ubitis Sesor Window Help
OFWd 'l B MePEs gud SO Jo9 $8= T @0 SEBH

CHE V0008 PRKI ¥RET M B

RAOeWN o Lce@ESN vEHES B

BN ciEHREo
==

ElZ]

BREN c2EfEE

<
Ineovative Research, Inc. = 1326m y= 1417 m. Cotuma ™, Raw ™, ¥ Totat= 124

STULZ CHATSWORTH PRODUCTS

AP N Innovetive Researchy Inc, = 7.99m, y= 1254 m, Cokumn *, Row ", Tie Size= 610 men, UF Plenum H2= 609 mm, X Totat= 732 m, ¥ Total= 1648 m, Celling Hi= 400 m

El cdlculo incluye el piso blanco y las galerias
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